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Co su tenké vrstvy a povlaky

Ludsky vlas, 20-200 pum Priklad povlaku, ~¥2 pum

P

5kv X1,200 10um UMD SEM

*zdroj wikipedia
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Vakuové oblukové odparovanie
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Magnetronoveé naprasovanie
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Magnetronoveé naprasovanie
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Porovnanie oblukového odparovania a
magnetronového naprasovania

Typ plazmy Hlavne Castice kovu
rozprasovaného z katody

Funkcia plazmy Vytvorenie prudu nabitych
Castic materiadlu, ktoré
budud deponované na

substrat
Elektricka Vysoké hodnoty prudu (30—
charakteristika 500 A), nizke hodnoty

napatia (10-50 V)
Hustota plazmy [m=3] 1015-10%°
Rychlost ionov [m/s] (1-2)-10%

Energia ionov [eV] 50-150

Makrocastice ano

Tlejivy vyboj iniciovany v
pracovnom plyne
Bombardovanie terca ionmi
pracovného plynu za ucelom
odprasenia Castic materialu
(atdmy/molekuly), ktoré budu
deponované na substrat

nizke hodnoty prudu (~¥102-1
A), vysoké hodnoty napatia
(~100—~1000 V)

1014-1018
(3—6)-103 (Ar* idny)
10-40

nie



Siroké moZnosti pripravy povlakov

Metdda pripravy:
* vakuové oblukové odparovanie
* magnetronové naprasovanie
* kombinacia odparovania a naprasovania

Material povlakov:
* odparovacie terce: Ti, Al, Cr
* napraSovacie terce: Ti, Al, Cr, Mo, Nb, V, W, Si, TiAl, TiB,
* reaktivne plyny: N, O, C,H,

Typ povlakov:
* jednozlozkové povlaky

* kompozitné povlaky: multikomponentné (sucasna priprava jednotlivych zloziek)
alebo multivrstevné (postupna priprava) alebo gradientné (postupna plynula zmena
nastavenia depozicie)

Vyuzitie povlakov:
» tvrdé povlaky (nitridy, karbidy, oxidy, boridy, atd’.)
* klzné povlaky (WC/C, MoS,)



Magnetronoveé naprasovanie

6 magnetronov 10 magnetronov
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Oblukové odparovanie a kombinacia s
naprasovanim

5 oblukovych zdrojov

5 oblukovych zdrojov a 2 magnetrony
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Aplikacia povlakov

Rezne nastroje Tvarniace nastroje
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Povlakovanie nastrojov

Vplyv povlakov na vlastnosti nastroja

m zniZuju koeficient trenia

m zvySuju niekolkonasobne povrchovu tvrdost

m zvySuju tepelnu odolnost Spic¢ky nastroja

m zvySuju oxidacnu a chemicku odolnost

m umozZnuju obrabanie i tazkoobrobitelnych materidlov

B umoznuju zvysenie reznych rychlosti

W zniZuju rezné sily

m zniZuju drsnost obrobenej plochy

W zniZuju tvorbu narastku

m minimalizuju mnozstvo chladiacej kvapaliny a umoznuju
obrabanie i za sucha




Vplyv povrchovej Upravy na Zivotnost
razidiel minci

ZIVOTNOST RAZIDIEL, POCET VYRAZENYCH MINCI [TIS. KS]*

183,751

chromované razidlo CrN (Oerlikon) TiCrN (Staton) W(C/C (Oerlikon)

*nezavisly test Ustavu materidlového vyskumu SAV, Kogice; MM Prumyslové spektrum, 2014/11



Druhy povlakov

TiN 23 1-4 0,4 600

TiCN 27 1-4 0,2 500
CrN 20 1-4 0,6 600
TiAIN 32 1-4 0,5 800
AITiN 33 1-4 0,5 900
TIAICN 29 1-4 0,4 800
KTRN | 33 1-4 0,4 1000
KTRN I 34 1-4 0,4 1100
Cronal 30 1-4 0,5 1000
CrAIN 29 1-4 0,5 1000
DLC WC-CI 18 1-2 0,1 700

DLC WC-CII 20 1-2 0,1 700



Klzné vrstvy DLC WC/C

Povlakovanie konstrukcénych suciastok Obrabanie Al a nezeleznych kovov
z oceli pod 200°C - koeficient trenia 0,1
- loZiskové ocele

- cementaché ocele




Ana Ivza pOVla kOV AFM - 3D nahlad povrchu povlaku

- Struktira vrstiev .
- Adhézia 3
- Mikrotvrdost

- Tepelna odolnost

- Koeficient trenia

SEM

um ; Eleciron Image 1

UMV SAV SEI 10.0kV  X6,000 1pm WD 10.1mm



Ostrenie a vyroba nastrojov

Programovanie geometrie nastrojov CNC briaska WALTER

& WALTER




Navrh a kontrola geometrie nastrojov

- Frézy

- Vrtaky

3D automatické meranie

- Zavitniky

- Navrtavaky
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Lestenie povrchu nastrojov
pre opracovanie Al

Programovana rektifikacia

OTEC - DF SERIES




Rektifikacia reznych hran

r 4

Rezna hrana po bruseni Rezna hrana po rektifikacii

SEM MAG: 74 x DET: SE Detector L TR | SEM MAG: 797 % DET: SE Detector [
HY: 30.0 kY DATE: 04/23/08 1 mm Yega @Tescan HY: 200 kv DATE: 04/24/08 50 um Vega @Tescan
VAC: Hivac Device: TS51 36MM Digital Microscopy Imaging WYAC: Hivac Device: TS5136MM Digital Microscopy Imaging




Charakterizacia reznej hrany
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ruktura ocele STN 412050




Automatické Cistenie a odmastovanie
nastrojov pred povlakovanim

PERO VO - Universal Vacuum Degreasing Systems

e Oplach

e Striekanie

e Ultrazvukové Cistenie
« Cistenie v pare

* Vakuové susenie




Nové vyskumno-vyvojove centrum,
detasované pracovisko UK Bratislava
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